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錫合金知識

用于锡-铅合金的焊剂用于无铅焊料是否有效？ 

一般来说，相同的焊剂用于无铅焊料是有效的。一个需要考虑的因素是，有机焊剂成分在高于 200°C 的情况下将会分解并退化，在达到 250°C 时分解和退化将会加速。 

水溶性焊剂比设计在焊接热量的作用下具有自毁性的免清洗焊剂具有更高的活性和热稳定性。无挥发性有机物免清洗焊剂比酒精基免清洗焊剂具有更好的热承受能力。 

焊锡膏的热稳定性就更为明显。水溶型焊锡膏具有较好的热稳定性，而用于锡-铅焊料的免清洗型对无铅合金的效果则并不尽如人意，这是由于增高的回流温度造成的，即无铅回流温度为 240°C，而锡-铅回流温度则为 210°C。 

设计用于无铅装配的焊剂的化学构成必须有怎样的变化？ 

由于无铅合金具有较高的表面张力，因此焊剂必须具有良好的活性。对配方所必须作出的变动即是添加能够承受较高的预热和焊接温度的新活化剂配系。这些焊剂配系还需要添加能够承受高温的新型助熔和凝胶制剂。焊剂中如果没有添加这些化学制剂，则发生焊接缺陷的几率将会增加。 

在回流焊接中，新型树脂和凝胶制剂可使焊锡膏的抗热塌陷能力提高。这种特性使焊锡膏发生芯片间成球、焊锡球和桥接的可能性降低。 

液体焊剂配方中使用了新型活化剂，可使液体焊剂在从波焊机中浮出时保持活性，减少冷凝垂柱和桥接。活化剂也具有更好的热稳定性，能够承受更高的锡槽温度。
是否存在一种标准无铅焊料合金？ 

就如同使用含铅焊料合金一样，同样也存在几种看来最为常用的合金。焊料产品价值委员会 (SPVC) 是一个全球焊料制造商组织，它将 SnAg3.0Cu0.5 作为标准选用合金。SnAgCu 合金有多种变体，银成分范围为 3-4%，铜成分范围为 0.5-0.7%，但熔融温度只在 217-220°C 的范围内变化。 

无铅焊料比锡-铅合金低很多的密度有什么优势吗？

最标准的铅基合金 Sn63Pb37 或 Sn63Pb36Ag02 的比重 (或密度) 约为 8.4。无铅合金 (大部分为锡) 的比重约为 7.3，因而同样体积的焊料，无铅焊料大约重量轻 15%。 

请举出一些低温无铅合金并说明它们应用的场合。 

比锡-银-铜合金熔融温度低的无铅焊料合金由锡或锡合金加入铋、铟或锌构成，所有这些各有优缺点。 

&#8226; 铋合金可以含有少量或较多的铋。一般来说，铋含量超过 8% 的焊料合金将会变脆。 

SnAg3.0Bi3.0 的熔点为 213°C 
SnAg3.4Bi4.8 的熔点为 202-215°C 
SnAg2.0Cu0.5Bi7.5 的熔点为 211°C 
SnBi58 的熔点为 138°C 
&#8226; 铟合金可以含有少量或较多的铟。一般来说，含 50% 左右铟的焊料合金的强度降低，但延展性很好。铟的高成本是一个需要考虑的问题。 

SnAg3.3In4.8 的熔点为 212-214°C 
SnAg3.0Cu0.5In10 的熔点为 194-200°C 
SnIn52 的熔点为 117°C 
&#8226; 锌合金锌含量通常低于 10%，但其易腐蚀性使其在大多数应用中极少使用。 

SnAg3.0Zn15.0 的熔点为 200-202°C 
SnZn09 的熔点为 199°C 
当然，合金成分可以包含铋、铟和锌。 

SnBi3.0Zn9.0 的熔点为 187-195°C，其熔湿性优于 SnZn。 
SnBi50.0In2.0 的熔点为 135-137°C，其延展性优于 SnBi 
SnBi15.0Zn5.0 的熔点为 170-193°C 

请举出一些高温无铅合金并说明它们应用的场合。 

目前，高铅含量 (>85%) 合金由于没有可用的替代品而被排除在禁用范围以外。尽管如此，仍然存在几种可能性。 

Sn95Sb05 的熔点为 232-240°C，但不比 SnAgCu (217°C) 高很多。 
Sn20Au80 的熔点为 280°C，但其成本限制了它的使用。 
BiAg2.5 的熔点为 262°C 
BiZn2.7 的熔点为 255°C 
BiZn15 的熔点为 255-313 
SnAl05 熔点为 382 
Sn65Ag25Sb10 的熔点为 230-235°C 

使用无铅焊料涉及的专利问题有哪些？ 

全球已有超过 150 个相关专利，因此，选择某种无铅焊料合金必须谨慎进行，使用专利合金要支付适当的特许费用。某些合金由于是使用历史已经很长而没有专利保护，可以不需要特许使用。 

SnAg、SnCu、SnSb、SnIn、SnBi 和 SnZn 合金 
SnAg3.0Cu0.5 以及 SnAg4.0Cu0.5 (与具体应用相关) 
大多数其他无铅焊料的金属组合已经获得专利。SnAgCu 合金最常见的专利包括： 

爱荷华州立大学研究基金 (ISURF) 美国专利号 5,527,628 涵盖了 SnAg(3.5-7.7)Cu(0.9-4.0) 合金 
Senju/松下日本专利号 JP302744 涵盖了 SnAg(3.0-5.0)Cu(0.5-3.0) 合金
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